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內容

i. 基金投資策略及績效檢視

ii. 半導體市場供不應求帶動半導體

設備的強勁增長

iii. 投資結論
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本基金投資範圍涵蓋全球從事於資訊、通訊、電信、消費性電子、

網際網路、光電、半導體等重要科技事業；投資於美國之有價證券

比例，不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。

專注各次產業的發展前景和個別公司的運營和績效。強健的商業模

式、財務能力、獲利在未來一至三年具有相當成長潛力、以及合宜

的評價水準均是選股上的考慮重點。

瀚亞美國高科技基金投資的主軸及策略

行業的領導者/強勁的獲利和財務能力



4

創新與執行力是在資訊科技產業成功的關鍵因素。

但在新創事業初期，沒有人有辦法對於整體市場規模和成功機率給出

一個清楚的輪廓 。這種特性不僅對投資人在研判上是一個重大的挑戰，

並常常伴隨劇烈的股價波動。藉由對投資標的進行深入分析以掌握其

投資價值，並善用市場的這種特性，我們在市場過度悲觀或過度樂觀

時進行逆勢操作。

藉由投資最受惠於整體科技及各次產業發展趨勢的公司，以為基金創

造相對於內部參考指標的超額報酬。因此持股比重和標的均可能與內

部參考指標不同。

瀚亞美國高科技基金投資的投資理念(1)
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瀚亞美國高科技基金投資的投資理念(2)

時間

業務發展與股價變動關係示意圖

業務發展

股價變動

擴張期 近成熟期

買進
買進

買進

減碼或全
部賣出

我們透過基本面研究與評
估市場規模來找出長期投
資機會。

我們設定許多基準來審視
基本面，例如公司績效表
現。

市場相當容易受到短期消
息影響，而乎略科技創新
所將帶來的長線影響。此
情況下，我們把握機會調
整持股以獲取更佳的長期
資本利得。

初創期
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績效表現(%, 新台幣計價)

資料來源：Lipper，資料截至2021/03/31。需同時符合以下幾項標準方能納入上述的同業評比: (1) Lipper環球分類
中的資訊科技股票型基金；(2) 台灣核備可銷售；(3)主動型基金；(4) 美國持股佔比需達該基金淨資產之60%以上。

今年以來 三個月 六個月 一年
兩年

(年化)
三年
(年化)

基金績效 0.78 0.78 12.85 68.76 31.23 26.44

同業平均 3.36 3.36 18.15 66.23 27.73 22.69 

同業排名 13/16 13/16 12/16 9/16 5/16 5/15
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瀚亞美國高科技基金前十大持股及股價表現

基金前十大持股 比重(%) 三個月表現 年初至今表現 產業類別

NVIDIA 6.19% 2.28% -0.33% 半導體產品與設備

PAYPAL 6.08% 3.69% 13.41% 資訊技術服務

APPLE 6.01% -7.81% 2.76% 科技硬體

MICROSOFT 5.93% 6.25% 10.39% 軟體

MARVELL 4.08% 3.03% 5.95% 半導體產品與設備

TWILIO 3.83% 0.67% 6.46% 資訊技術服務

APPLIED 

MATERIALS
3.65% 55.10% 62.29% 半導體產品與設備

ADYEN 3.60% -0.08% 18.82% 資訊技術服務

ASML 3.22% 30.05% 42.09% 半導體產品與設備

TSMC 3.14% 11.21% 23.27% 半導體產品與設備

加總 45.73%

資料來源：瀚亞投信，資料截至2021/03/31
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瀚亞美國高科技基金產業配置 (%)

基金產業配置 持股比重%

半導體產品與設備 46.52%

軟體 14.95%

資訊技術服務 22.70%

科技硬體、儲存及周邊 6.01%

電子設備、儀器與元件 5.29%

通信設備 0.25%

其他 1.88%

加總 97.60%

資料來源：瀚亞投信，資料截至2021/3/31
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資料來源: ASML網站

半導體設備製造商致力協助半導體製造業者提升製程以增進效能及產出
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資料來源: BofA Securities, 2021/4/5

半導體產業產值將以年均10.7%的速度增長至2023年的5940億美元，

帶動晶圓製造的設備支出以年均11.6%的速率增至23年的832億美元
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資料來源: BofA Securities, 2021/4/05

晶圓製造的設備支出佔整體資本設備支出的比率逐年提升，預計將從

2020年的52.8%提升到2023年的59.1%
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資料來源: BofA Securities, 2021/4/05

記憶體(DRAM及NAND)及晶圓代工設備支出佔整體晶圓製造設備支出

的比率逐年提升，預計至2023年將分別為34.9%及46.7%
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資料來源: BofA Securities, 2021/4/05

五大晶圓製造業者的資本設備投資已達將近80%的整體產業支出，三星

及台積電的佔比預計在2023年將分別為23.1%及24%
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市場看法及投資策略

半導體產業產值將以年均10.7%的速度增長至2023年的5940億

美元，帶動晶圓製造的設備支出以年均11.6%的速率增至23年的

832億美元，倍數於2017-20年的6.4%年增率。我們看好此產業

的興盛，並增持相關的個股。

科技帶動生產力的提升是推動美股利潤率自1990年以來持續走

升的的主要原因之一。走出疫情的陰霾，美國企業特別是科技股

的獲利預計將於2021年再創新高。先前的拉回整理為未來的漲

勢提供更紮實的基礎，建議適時進場投資。
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本文件僅作資訊參考之用。本公司自當盡力為讀者及客戶提供正確的意
見及消息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或受僱
人，並不負任何法律責任。

投資人作出投資決定前，不妨向財務顧問尋求建議。過往績效表現並不
預示未來的結果。

投資涉及投資風險，包括可能損失投資本金。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以
往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理
人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人
申購前應詳閱基金公開說明書，並考慮是否適合本身之投資。本文提及
之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金
公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資
人可至下列網址查閱：公開資訊觀測站: http://newmops.tse.com.tw、瀚
亞證券投資信託股份有限公司: http://www.eastspring.com.tw或於本公司
營業處所:台北市松智路1號4樓，電話:(02)8758-6699索取/查閱。瀚亞投
信獨立經營管理。

警語


